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ANFRAGE SENDEN >
Produktdetails
Teilenummer 8745BYILF Hersteller IDT (Integrated Device Technology)

Beschreibung IC CLK GEN 5LVDS 32-LQFP Bleifreier Status / RoHS Status Bleifrei / RoHS-konform

Datenblatt 8745BYILF.pdf

Spannungsversorgung 3.135V ~ 3,465V Art Clock Generator

Supplier Device-Gehduse 32-LQFP (7x7) Serie -

Verhiltnis - Eingang: Ausgang 2:5 Verpackung Tray

Verpackung / Gehduse 32-LQFP PLL Yes with Bypass
800-2229

Ausgabe LVDS Andere Namen ICS8745BYILF

Betriebstemperatur

Befestigungsart

Bleifreier Status / RoHS-Status

Frequenz - Max

-40°C ~ 85°C

Surface Mount

Lead free / RoHS Compliant

700MHz

Differenzial - Eingang: Ausgang Yes/Yes

Verwandte Produkte

87465-1

Zahl der Schaltkreise

Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau

(MSL)

Eingang

Teiler / Multiplikator

Basisteilenummer

ICS8745BYILF-ND

1

3 (168 Hours)

HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL

Yes/Yes

ICS8745

8745BM-21LFT

Hersteller: Agastat Relays / TE Connectivity RFQ ‘“lDT Hersteller: IDT (Integrated Device Technology) RFQ

Beschreibung: CONN HEADER 8POS PCB GOLD sl DivissToehaski®  Beschreibung: IC CLK GEN 1:1 DIFF-LVDS 20-SOIC

Herunterladen: [P] 87465-1.pdf Herunterladen: [F] 8745BM-21LFT.pdf

8745BM-21LF 87457-220HLF
‘I“;IDT Hersteller: IDT (Integrated Device Technology) RFQ Amphengl Hersteller: Amphenol FCI RFQ
isegrsnd Divise Technali® Beschreibung: IC CLK GEN ZD DIFF-LVDS 20-SOIC Commercial Products  Beschreibung: HEADER BERGSTIK

Herunterladen: [F] 8745BM-21LF.pdf Herunterladen: [F'] 87457-220HLF.pdf

8745BYILFT 8745BYLFT
‘I“;IDT Hersteller: IDT (Integrated Device Technology) RFQ ‘“lDT Hersteller: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
integrated D Teehnalo®d - Boschreibung: IC CLK GEN 1:5 DIFF-LVDS 32-LQFP inbegrated D Toehnolo®d Baschreibung: IC CLK GEN 1:5 DIFF-LVDS 32-LQFP

Herunterladen: [P 8745BYILFT.pdf Herunterladen: [P] 8745BYLFT.pdf

87457-308HLF 87465-2
Am phenu[ Hersteller: Amphenol FCI RFQ Hersteller: Agastat Relays / TE Connectivity RFQ
Commercial Products  Beschreibung: HEADER BERGSTIK Beschreibung: CONN HEADER 40POS PCB GOLD

Herunterladen: [F] 87457-308HLF.pdf Herunterladen: [P} 87465-2.pdf

8745BYLF 8745BMI-21LFT
‘I";IDT Hersteller: IDT (Integrated Device Technology) RFQ ‘“lDT Hersteller: IDT (Integrated Device Technology) RFQ
integrated DeviceTechealos¥ Beschreibung: IC CLK GEN 5LVDS 32-LQFP integrated DevisToehnalo®d - Beschreibung: IC CLK GEN 1:1 DIFF-LVDS 20-SOIC

Herunterladen: [F] 8745BYLF.pdf

8745BMI-21LF 87465-5
‘.ﬁi IDT Hersteller: IDT (Integrated Device Technology) RFQ Hersteller: Agastat Relays / TE Connectivity RFQ

Integrated Davice Tochnalogy

Beschreibung: IC CLK GEN 1:1 DIFF-LVDS 20-SOIC
Herunterladen: [F] 8745BMI-21LF.pdf
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